t 

esp@£enst document view 


Power semiconductor module 


Patent number: 
Publication date: 
Inventor: 

Applicant: 
Classification: 

- international: 

- european: 
Application number: 
Priority number(s): 


DE3508456 
1986-09-11 

WESSJOHANN HANS GEORG DIPL PHY (DE); HAHN 
BERTOLD (DE); SCHWEFLINGHAUS ERNST (DE) 

BBC BROWN BOVERI & CIE (DE) 

H01L25/04; H01L23/02; H01L23/36; H05K7/20 
H01L23/16; H01L25/07N 
DE1 9853508456 19850309 
DE1 9853508456 19850309 


Report a data error here 


Abstract of DE3508456 

A plastic-encapsulated power semiconductor 
module having a ceramic substrate (5) as the 
base is proposed, in which there are disposed 
in the housing (6), for example in struts (7) of 
the housing (6), adjusting screws (12) which 
press on the substrate (5) or components (1 ) 
soldered thereonto and which counteract any 
bulging of the substrate (5). Between the metal 
screws (12) and the ceramic substrate, plastic 
spacers (1 8) are provided. 
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(£j) Leistungshalbleitermodul 

Es wird ein kunststoffgekapseltes Leistungshalbleitermo- 
dul mit einem keramischert Substrat (5) als Boden vorge- 
schlagen, bei dem im Gehause (6), z. B. in Verstrebungen (7) 
des Gehauses (6), Justierschrauben (12) angeordnet sind, 
die auf das Substrat (5) bzw. darauf aufgeloteten Bauele- 
mente (1) drucken und einer Wolbung des Substrat (5) ent- 
gegen wirken. Zwischen den Schrauben (12) aus Metall und 
dem Keramiksubstrat sind Zwischenstucke (18) aus Kunst- 
stoffvorgesehen. 
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AnsprOche 

5 

1. Leistungshalbleitermodul bestehend aus einem 
beidseitig metallisierten Keramiksubstrat, das auf der 
Oberseite mit Baueleraenten bestiickt ist und in ein 
Kunststoffgehause eingesetzt ist, dadurch g ekennzeich- 

10 net, daft in das Kunststoffgehause (6) raindestens eine 

Justierschraube (12) eingesetzt ist, die auf das Kera- 
miksubstrat (5) oder ein Bauelement (1) driickt, um einer 
WSlbung des Keramiksubstrats (5) nach oben entgegenzu- 
wirken. 

15 

2. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daft an den Stellen des Keramiksub- 
strats (5) bzw. der. Bauelemente (1), an der eine Ju- 
stierschraube (12) angreift, ZwischenstQcke (18) aus 

20 Kunststoff vorgesehen sind. 

3. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1 Oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daft auf der Unterseite des Mo- 
duls eine Metallplatte (9) angebracht ist. 
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Die Erfindung bezieht sich auf ein Leistungshalbleiter- 
modul nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Solche Lei- 
stungshalbleitermodule sind aus der DE-OS 33 23 246 be- 
kannt und finden in der Stromrichtertechnik Anwendung. 

Bei derartigen Leistungshalbleitermodulen mufi die ent- 
stehende Verlustwarrae uber die Bodenflache des Moduls 
abgefuhrt werden zu einem KQhlkorper. Deshalb mufi fur 
einen guten Warmekontakt und eine grofiflachige Auflage 
des Moduls auf dem Kuhlkorper gesorgt werden. 

Das aus der DE-OS 33 23 246 bekannte Modul weist ein 
Kunststoffgehause mit einem als Bodenflache eingesetzten 
Keramiksu'bstrat auf. Infolge unterschiedlicher therrai- 
scher Ausdehnungskoeff izienten der auf das Keramiksub- 
strat aufgelOteten Halbleitersandwichs kann es zu einer 
WSlbung des Keramiksubstrats kommen. Dem wird bei dem 
bekannten Modul durch an die Innenwand Oder an Verstre- 
bungen des Kunststoffgehauses angeformte Abstatzungen 
entgegengewirkt, die auf das Keramiksubstrat drUcken. 
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Drucks auf das Keramiksubstrat. 

1lMt d eshalb die Aufgabe zugrunde, eine 
Der Erfindung lU«t « ^ Kerami ksubstrat anzuge- 

einstellbare Abstutzung iui 


ben. 


Anspruchs 1 gel5st. 

aaB die Anforderungen an die ***** « 1B3t utsunge», 
atoffgehguse, serine ^^^XL^* 
die an das Gehause a»gefo™ sin nachst ehen- 
sind . Waiters Vorteile ergeben sieb aus ^ 
den Ausftthrungsbelspiel, das anhand der 


tert wird. 

Es zeigen: 
Fig. 1 
Fig. 2 


Dr aufsicht auf ein unvergossenes Modal. 
Schnitt duroh eine Ebene A-B dee Models. 
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Anformungen 8 und ist auf einer Metallbodenplatte 9 (in 
Fig. 1 nicht sichtbar, da unter dem GehSuse 6 und dem 
Substrat 5 liegend) befestigt, z.B. rait Nieten 10 im 
Bereich der Anformungen 8. Die Anformungen 8 und die 
Bodenplatte 9 weisen auJierdem Bef estigungslScher 11 auf. 
Im Bereich der Verstrebungen 7 sind Gewindebohrungen 19 
vorgesehen fur Justierschrauben 12. Die Justierschrauben 
12 drdcken auf Zwischenstiicke 18 aus Kunststoff (z.B. 
glasmattenverstarktes Duroplast), die auf das Substrat 5 
oder auf ein Bauelement, z.B. einen Thyristor 1, aufge- 
klebt sind. Zwischenstiicke 18, die auf einen Thyristor 1 
bzw. auf einer Kupferronde 17 angeordnet sind, weisen 
einen Schlitz auf zur Durchfuhrung eines AnschluBbflgels 
20 zum Thyristorgate. Anzahl und Verteilung der Justier- 
schrauben 12 konnen je nach den Erfordernissen gewShlt 
werden. 

In Fig. 2 ist ein Schnitt durch die in Fig. 1 einge- 
zeichnete Ebene A-B dargestellt. Daraus ist zu ersehen 
wie das Substrat 5 in das Kunststoff gehause 6 eingesetzt 
ist. Das Substrat 5 liegt auf Ausnehmungen 13 am Rand 
des Gehauses 6 auf und ragt maximal 0,1mm Uber den unte- 
ren Rand des Geh&uses 6 hinaus. Unterhalb des Substrats 
5 und des GehSuses 6 ist die Metallplatte 9 mittels ei- 
ner elastischen klebenden Warmeleitpaste 14 angeklebt. 
Bei der Metallplatte 9 handelt es sich zweckmaftig um 
eine Aluminiumplatte mit etwa 5mm Dicke. 

Aus dera Schnittbild in Fig. 2 ist autterdem der sandwich- 
artige Aufbau der Thyristoren 1 zu ersehen. Dabei ist 
jeweils uber und unter einer Siliziumscheibe 15 eine 
MolybdSnronde 16 angeordnet. Die untere MolybdSnronde 1b 
ist auf das Substrat 5 aufgelStet und auf die obere Mo- 
lybdSnronde 16 ist eine Kupferronde '17 aufgelStet. 


ORIGINAL INSPECTED 
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Schlieftlich ist aus Fig. 2 eine beispielhaf te Anordnung 
der erfindungswesentlichen Justierschrauben 12 darge- 
stellt, die ttber Zwischenstiioke 18 einmal auf einen Thy- 
ristor 1 und einmal auf das Substrat 5 driicken. 

Die Herstellung des Moduls kann in nachstehenden Ar- 
beitsschritten erfolgen. 

Das mit aufgel5teten Thyristoren 1 und Anschliissen 2,3, *» 
sowie aufgeklebten Zwischenstucken 18 versehene Substrat 
5 wird in das Gehause 6 eingeklebt. An den zur Justie- 
rung vorgesehenen Stellen sind die Verstrebungen 7 des 
Gehauses 6 mit Gewindebohrungen 19 versehen. Durch ent- 
sprechende Wahl der Dicken der Metallisierungen auf dem 
Substrat 5 ist dafUr gesorgt, daB eine leichte Verwol- 
bung durch Warmeeinwirkung zura Gehauseinnern hin ein- 
tritt. 

Das so gebildete Modul wird nun auf einen Justierrahmen 
aufgespannt und auf Betriebstemperatur aufgeheizt. Der 
Justierrahmen hat im Bereich unterhalb des Substrata 5 
eine Ausfrasung von etwa lOum Tiefe. 

Durch die Erwarmung wolbt sich das Substrat 5 etwas zum 
Innern des Moduls. In die Bohrungen 19 werden Justier- 
schrauben 12 aus Stahl eingeschraubt und angezogen. Das 
Substrat 5 erhalt dadurch eine der Ausfrasung des Ju- 
stierrahmens entsprechende geringfiigige Wblbung nach 
aufien. Durch diese Justierung ttbt das Modul nach der 
spateren Montage auf einen Kahlk5rper einen fur den War- 
metransport zweckmaftigen AnpreSdruck aus. 

Anschlieliend wird das oben offene Modul zuerst mit einer 
WeichverguBmasse (z.B. Silikon) teilweise ausgegossen 


521/85 & 

- 6- 3508456 

(bis zur Oberkante der Thyristoren 1 Oder sonstiger Bau- 
elemente) und dann vollstandig vergossen mit einer Hart- 
verguKmasse (z.B. Araldit) und ausgehartet. 

Das Modul kann in dieser Ausfiihrung ausgeliefert werden 
oder vor der Auslieferung noch mit der Metallbodenplatte 
9 verklebt werden zur ErhShung der mechanischen Festig- 
keit. Als Klebemittel wird eine Warmeleitpaste 14 ver- 
wendet. 



Fig 2 


